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第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席董事会会议。

4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：以2024年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，

向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），预计派发现金红利总额为272,286,040.65元，资本

公积不转增。公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交

公司股东大会审议。

公司于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于<利润分配预案>的

议案》，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），并于2025年1月21日实际派发现金红利

104,725,400.25元。

综上，公司2024年度合计向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），拟合计派发现金红

利377,011,440.90元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.38%。

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 瑞芯微 603893 不适用

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 林玉秋 翁晶

联系地址
福建省福州市鼓楼区铜盘路软件

大道89号软件园A区18号楼

福建省福州市鼓楼区铜盘路软件

大道89号软件园A区18号楼

电话 0591-86252506 0591-86252506
传真 0591-86252506 0591-86252506
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电子信箱 ir@rock-chips.com ir@rock-chips.com

2、 报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况及政策

公司为集成电路设计企业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的行

业划分，公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

集成电路行业上游主要包括半导体材料和设备、芯片设计工具等，中游主要为集成电路设计、

制造和封装测试等环节，下游主要包括通信、消费电子、汽车电子、工业控制等各领域应用。集

成电路产业链的高度复杂性决定了行业发展呈现技术与资本双密集、分工细化与专业化、政策驱

动性强、全产业链协同创新等特征。作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家

安全的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，其技术水

平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

基于集成电路行业发展特点，近几年国家围绕加大财税支持力度、推动新兴技术创新、完善

产业生态建设、聚焦产业链协同发展等方面出台多项政策，旨在提升国内集成电路产业的整体竞

争力。其中 2024年新发布的主要政策如下：

2024年 1 月，工信部等七部委联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，围绕技

术供给、产品打造、主体培育、丰富场景、支撑体系等方面构建未来产业的发展生态。其中，重

点提出要突破下一代智能终端，包括发展适应通用智能趋势的工业终端、面向数字生活新需求的

消费级终端、智能适老的医疗健康终端和具备爆发潜能的超级终端。

2024年 1 月，工信部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》，将汽车芯片产品分为控制芯

片、计算芯片、传感芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、功率芯片、驱动芯片、电源管理芯

片和其他类芯片共 10个类别，提出要根据汽车芯片技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，分

阶段建立健全我国汽车芯片标准体系，加速推动汽车芯片研发应用。

2024年 3 月，国家发改委等五部委联合印发《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电

路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，明确了对重点集成电路设计领域和重点

软件领域企业的税收优惠政策。

2024 年 5 月，中央网信办、市场监管总局和工信部联合印发《信息化标准建设行动计划

（2024-2027 年）》，提出围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标

准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。

2024年 9 月，工信部等四部委联合印发《关于 2024 年度享受增值税加计抵减政策的集成电

路企业清单制定工作有关要求的通知》，明确了符合要求的集成电路设计、生产、封测、装备、材

料企业可享受的增值税加计抵减政策。

2024年 9月，工信部发布《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，从夯实物联网络底

座、提升产业创新能力、深化智能融合应用、营造良好发展环境四个方面制定工作任务，旨在促

进移动物联网与人工智能、大数据等技术融合，推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”升级，

助力社会数字化升级。

（二）公司所处的行业地位

公司是国内人工智能物联网 AIoT SoC 芯片的领先者，获得高新技术企业、国家企业技术中
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心的认定。公司深耕大规模集成电路设计二十余年，拥有深厚的技术底蕴和丰富的行业市场经验，

基于 AIoT的各种技术、产品、场景优势布局，围绕“大音频、大视频、大感知、大软件”的技术发

展方向不断创新，保持核心技术水平的领先性，持续深耕 AIoT市场各应用领域，致力于为下游

客户提供多层次、多平台、多场景的专业解决方案，赋能百行百业的数字化、智能化升级。

报告期内，公司先后荣获多个奖项与荣誉，主要如下：

2024年 4月，公司入选AspenCore发布的 2024中国 IC设计 Fabless100中的处理器公司 TOP10

榜单。

2024年 6月，公司高性能国产智能座舱 SoC芯片 3588M 获得深圳市汽车电子行业协会颁发

的“2023年度汽车电子科学技术奖”、“卓越创新产品奖”。

2024年 9月，公司在中国国际工业博览会荣获“CIIF信息技术奖”。

2024年 11月，公司获得第十九届“中国芯”优秀市场表现产品奖。

2024年 12月，公司获得中国汽车工业协会颁发的“2024中国汽车芯片创新成果奖”。

（三）公司主要业务及经营模式

公司是国内领先的芯片设计企业，主营业务为智能应用处理器 SoC及周边配套芯片的设计、

研发与销售。公司采用 Fabless经营模式，即公司集中资源投入到芯片研发和创新设计，完成设计

后委托专业的晶圆制造企业和封装测试企业进行芯片的生产、封装和测试，取得芯片成品后进行

对外销售并向客户提供技术服务。公司按照行业惯例及企业自身特点，采用以经销为主、直销为

辅的销售模式，即针对 AIoT应用领域广泛、客户群体庞大的特点，通过整合外部渠道资源实现

市场的广域覆盖和快速扩张。

（四）公司的主要产品及其用途

公司的主要产品为通用型的智能应用处理器芯片，是 SoC的一种，属于系统级超大规模数字

集成电路，该类产品具有设计复杂度高、行业门槛高的特点，要求设计公司具备强劲的软硬件综

合研发能力。SoC通常内置多核 CPU和 GPU，并根据使用场景的需要增加 ISP、NPU、多媒体视

频编解码器及音频处理器等处理内核。完整的 SoC系统解决方案还需提供相应的软件参考设计，

包括驱动软件、各类型操作系统的移植、针对性的算法、中间件和上层应用软件适配等。除各类

型智能应用处理器芯片外，公司主要产品还包括电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片、

快充协议芯片等数模混合芯片，以及模组等其他产品。

公司芯片产品广泛应用于缤纷多彩的 AIoT 市场，下游产品线近百条，覆盖汽车电子、机器

视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等下游众多领域，是国内 AIoT

产品线布局最丰富的厂商之一。

1、智能应用处理器芯片

公司的智能应用处理器芯片可分为内置 NPU的人工智能应用处理器芯片和未内置 NPU 的智

能应用处理器芯片。

（1）内置 NPU的人工智能应用处理器：

NPU即神经网络处理器，其核心功能是高效执行神经网络计算，与传统 CPU和 GPU相比，

在处理 AI任务上具有更高的能效比、更低的延迟和更强的场景适配性等优势。公司内置 NPU的

人工智能应用处理器芯片内置不同性能层次的 CPU、GPU内核，以及从 0.2TOPs 到 6TOPs的不

同算力的自研 NPU，充分满足不同市场、产品应用对性能和算力的差异化需求。同时，客户基于
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公司自研 NPU可以在不同算力平台之间实现 AI算法快速移植、更新迭代，从而帮助客户有效缩

短产品研发周期、节省研发投入，助力客户快速发展。

公司的人工智能应用处理器芯片按功能侧重方向可分为通用应用处理器、机器视觉处理器、

音频专用处理器等。通用应用处理器包含 RK3588系列、RK3576系列、RK3568/66 系列、RK3562

系列等，其中部分系列还推出工业规格及车用规格等专用版本，具有可靠性高、抗干扰性强、可

扩展性好等特点。机器视觉处理器包含 RV1126/09系列、RV1106/03系列、RV1103B/C系列等，

搭载自研核心 IP如 ISP、AI-ISP、视频编码器、NPU，具有良好的视觉处理能力，适用于多场景

下的机器视觉应用。音频专用处理器如 RK2118 系列，在音频 NPU和硬件加速模块的辅助下，满

足多声道音效、主动降噪等传统音频处理需求，并可以扩展 AI音频算法应用，极大提高了音频处

理效率。

（2）未内置 NPU的通用智能应用处理器：

公司未内置 NPU的通用智能应用处理器芯片主要包含 RK3399系列、RK3288 系列、RK3368

系列、RK3326系列、RK3528系列、RK3506系列、RK3308系列等，根据产品定位分别搭载了不

同性能层次的 CPU、GPU内核，具有多层次处理能力，可以满足下游各领域产品的差异化需求。

2、数模混合芯片

公司的数模混合芯片主要包括电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片、快充协议芯片

等产品。其中，电源管理芯片通常与公司的智能应用处理器芯片配套，为下游客户提供完整的硬

件设计方案；接口转换芯片、无线连接芯片等与公司的智能应用处理器芯片灵活搭配，增强了公

司整体解决方案的竞争力。此外，公司也积极开拓该类芯片的外部市场，实现规模效益。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

2024年 2023年 本年比上年

增减(%) 2022年

总资产 4,265,988,219.99 3,507,219,550.74 21.63 3,370,213,984.13
归属于上市公司股东的净资产 3,545,884,291.91 3,060,740,090.06 15.85 2,920,354,658.28
营业收入 3,136,370,678.42 2,134,522,147.19 46.94 2,029,675,088.24
归属于上市公司股东的净利润 594,862,210.27 134,885,044.41 341.01 297,427,269.93
归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润
538,394,517.62 126,319,259.19 326.22 172,521,611.26

经营活动产生的现金流量净额 1,379,383,589.99 681,258,029.87 102.48 -622,485,186.13
加权平均净资产收益率（%） 17.81 4.53 增加13.28个百分点 10.35
基本每股收益（元／股） 1.42 0.32 343.75 0.72
稀释每股收益（元／股） 1.42 0.32 343.75 0.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

第一季度

（1-3月份）

第二季度

（4-6月份）

第三季度

（7-9月份）

第四季度

（10-12月份）



瑞芯微电子股份有限公司 2024年年度报告摘要

营业收入 543,077,768.88 705,524,470.96 911,004,357.30 976,764,081.28
归属于上市公司股东的净利润 67,649,705.21 115,122,368.57 168,936,946.15 243,153,190.34
归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润
66,014,810.23 110,838,787.36 166,610,319.44 194,930,600.59

经营活动产生的现金流量净额 211,569,049.41 423,208,678.58 216,555,770.56 528,050,091.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户） 46,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 76,115
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

（全称）

报告期内增

减

期末持股

数量

比例

（%）

持有有

限售条

件的股

份数量

质押、标记或冻结

情况 股东

性质股份

状态
数量

励民 0 157,679,892 37.64 0 无 0 境内自然人

黄旭 -4,170,108 62,430,000 14.90 0 无 0 境内自然人

厦门市润科欣投资管理合

伙企业（有限合伙）
0 28,268,940 6.75 0 无 0

境内非国有

法人

招商银行股份有限公司－

银河创新成长混合型证券

投资基金

-3,350,000 14,450,000 3.45 0 无 0 其他

国家集成电路产业投资基

金股份有限公司
-8,364,697 10,386,252 2.48 0 无 0 国有法人

香港中央结算有限公司 6,881,710 10,078,065 2.41 0 无 0 境外法人

厦门腾兴众和投资合伙企

业（有限合伙）
-2,766,700 7,310,193 1.75 0 无 0

境内非国有

法人

厦门普芯达投资合伙企业

（有限合伙）
-2,276,600 5,817,484 1.39 0 无 0

境内非国有

法人

上海武岳峰集成电路股权

投资合伙企业（有限合伙）
-7,852,929 4,661,571 1.11 0 无 0

境内非国有

法人

厦门芯翰投资合伙企业（有

限合伙）
-1,581,600 4,052,837 0.97 0 无 0

境内非国有

法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

说明
不适用
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 3,136,370,678.42 元，同比增长 46.94%；归属上市公司股东净

利润 594,862,210.27元，同比增长 341.01%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。

□适用 √不适用
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